Doktorat Skrzyniarz

Dr inz. Przemystaw Skrzyniarz

Kierownik pracy: Prof. dr hab. inz. Pawet Zigba

Tytut pracy w jezyku polskim: Charakterystyka
mikrostruktury spoin Ag/X/Ag (X = Sn, In) uzyskanych w
wyhiku niskotemperaturowego lutowania dyfuzyjnego.

Tytut pracy w jezyku angielskim: Microstructural
characterization of Ag/X/Ag (X = Sn, In) joints obtained as
the effect of diffusion soledering.

Stowa kluczowe w jezyku polskim: fazy miedzymetaliczne w
Ag-Sn i Ag-In, lutowanie dyfuzyjne niskotemperaturowe,
mikrostruktura, kinetyka, wytrzymatos$¢ na scinanie,




Doktorat Skrzyniarz

mikrotwardosé, SEM, TEM.

Stowa kluczowe w jezyku angielskim: Ag-Sn and Ag-In
intermetallic phases, diffusion soldering, microstructure,
Kinetics, shear strength, microhardness, SEM, TEM.

Charakterystyka pracy w jezyku polskim:

W pracy przedstawiono wybrane wyniki badan
mikrostrukturalnych ztagcz Ag/Sn/Ag i Ag/In/Ag oraz kinetyke
wzrostu faz miedzymetalicznych otrzymanych za pomocg
lutowania dyfuzyjnego niskotemperaturowego w zakresie
temperatur 170-265 °C. W oparciu o wyznaczone krzywe
szybkosci wzrostu faz Ag3Sn i Ag2In obliczono wspotczynniki
dyfuzji wzajemnej oraz energie aktywacji wzrostu tych faz.
Badania mikrostrukturalne wykonano przy uzyciu mikroskopii
optycznej, elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjne;
wraz z technikg spektroskopii dyspersji energii promieniowania
X i dyfrakcji elektronowej oraz rentgenowskg analizg fazowa.
Mikrotwardo$é uzyskanych faz miedzymetalicznych i ich
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wytrzymato$¢ na Scianie okreslono dla ztgcz w ktorych srebro
stanowito miedzywarstwe na podktadce Cu. Badania termicznej
stabilnosci ztacz Ag/Sn/Ag i Ag/In/Ag przeprowadzono przy
uzyciu mikrokalorymetru podczas grzania. Uzyskane wyniki
stanowig brakujace w literaturze Swiatowej i cenne dane dla
projektantéw uktaddw scalonych np. potgczen mocujacych.
Potgczenia te moga w przysztosci byC zastosowane takze jako
ztgcza przewodzace w przemysle elektronicznym.

Charakterystyka pracy w jezyku angielskim:

This work presents selected results of microstructural
observations of Ag/Sn/Ag and Ag/In/Ag joints as well as kinetics
of intermetallics growth obtained using diffusion soldering at the
range of temperature 170-265 °C. The interdiffusion
coefficients as well as activation energy of growth were
calculated on the basis of the determined Ag3Sn and Ag2In
phase growth rate curves. The microstructural research was
studied using the optical microscopy, scanning and
transmission electron microscopy along with the energy
dispersive X-ray spectrometry method and the electron
diffraction as well as the X-ray phase analysis. Microhardness
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and shear strength obtained of intermetallic phases determined
for joints which silver made interlayer on Cu. Research of
thermal stability of Ag/Sn/Ag and Ag/In/Ag joints carried out
microcalorimetric during heating. This findings make lacking on
the world literature and valuable data for integrated circuit
designers e.g. fasten joint. This bonds also can be in the future
apply as conductive joints in electronic industry.
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